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【57】申請專利範圍
1.　一種用於檢查半導體封裝的裝置，該裝置包括：至少一 3D相機，位於相對於該半導體
封裝的一垂直軸線的一第一角度 β處，該至少一 3D相機被配置以獲得該半導體封裝的
一 3D影像；以及一光源，位於相對於該垂直軸線的一第二角度 α處，與該 3D相機相
對，該光源被配置以將一接合引線的陰影投射到該半導體封裝上，並為該至少一 3D相
機提供照明，該光源直接照射在該半導體封裝處，其中，該至少一 3D相機和該光源被
排列在該裝置中彼此相關聯的一固定構造中，以及其中，該至少一 3D相機被佈置以確
定在該影像中之該陰影與該接合引線的距離 S，因此，使用公式 H=S．cos(α)/sin(α+β)獲
得該接合引線的引線迴路高度 H。

2.　依據申請專利範圍第 1項所述之用於檢查半導體封裝的裝置，其中，該光源係通過一小
角度孔徑傳輸。

3.　依據申請專利範圍第 1項所述之用於檢查半導體封裝的裝置，其中，該至少一 3D相機
或者一分離的資料處理裝置被配置以實施影像處理。

4.　依據申請專利範圍第 1項所述之用於檢查半導體封裝的裝置，其中，該裝置係圍繞該垂
直軸線旋轉。

5.　依據申請專利範圍第 1項所述之用於檢查半導體封裝的裝置，進一步包括：一 2D相
機；以及一照明模組，被配置以為該 2D相機提供照明。

6.　依據申請專利範圍第 5項所述之用於檢查半導體封裝的裝置，其中，該 2D相機為一區
域掃描相機或一線掃描相機。
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7.　依據申請專利範圍第 5項或第 6項所述之用於檢查半導體封裝的裝置，其中，該 2D相
機被配置以圍繞一成像透鏡的一同軸軸線旋轉。

8.　依據申請專利範圍第 5項所述之用於檢查半導體封裝的裝置，其中，該照明模組被配置
以在不同波長處產生不同照明技術。

9.　依據申請專利範圍第 1項所述之用於檢查半導體封裝的裝置，其中，該第一角度和該第
二角度是銳角。

10.   依據申請專利範圍第 1項所述之用於檢查半導體封裝的裝置，其中，該至少一 3D相機
被配置以圍繞一成像透鏡的一同軸軸線旋轉。

11.   依據申請專利範圍第 1項所述之用於檢查半導體封裝的裝置，其中，該第一角度是銳角。
圖式簡單說明

為了使本發明可以被全面地理解且容易地投入實際效果，現在將參考所附說明性圖式藉

由非限制性示例僅將本發明的較佳實施例描述。

第 1圖顯示自晶片至基板的接合引線的影像；第 2圖顯示用於創建並且成像接合引線的
陰影的相機照明裝置的簡單視圖；第 3圖顯示如何創建並成像接合引線的陰影的簡單視圖；
第 4圖顯示本發明的相機照明裝置的第一實施例的前視圖；第 5圖顯示第 4圖的相機照明裝
置的第一實施例的主要組件的透視圖；第 6圖顯示本發明的相機照明裝置的第二實施例的俯
視圖(a)、前視圖(b)以及後視圖(c)；第 7圖顯示使用本發明的相機照明裝置而得到的樣本 3D
影像；以及第 8圖顯示圍繞成像透鏡的同軸軸線旋轉的 3D相機的簡單視圖。
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